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ウシオ電機株式会社
（東京証券取引所プライム市場・証券コード：6925）

会社概要

2026年1月

強み③ 積極的なR&D投資と特許戦略

• 売上高R&D比率７～８％前後を維持
• 成長戦略ではFY24～26で405億円のR&D投資を実施
• 知財権強化とグローバル展開で利益最大化を目指す特許戦略

事業ポートフォリオ・主要製品 ～光をカタチにする、「光」のイノベーションカンパニー～

当社の強み ～世の中の技術革新のボトルネックを「光」で解決。世界のニッチ市場で圧倒的な存在感を示す～

• 1964年設立。光応用製品と産業機械を扱う電気機
器メーカー。多くのトップシェア製品を保有

• 2025年3月期：売上高1,776億円、営業利益88
億円、当期純利益67億円

•海外売上比率約８割、海外従業員比率６割超。
グローバル展開を強みに持つ

•注力はIndustrial Process事業。半導体アドバンスド
パッケージ市場での拡大と高収益化を推進

•成長戦略「Revive Vision 2030」では、PhaseⅠで
ROE８％以上、PhaseⅡでROE12％以上を目指す

•成長戦略では、事業ポートフォリオ変革や成長投資及
び財務戦略(株主還元強化及びバランスシートマネジメ
ント)を通じ、更なる企業価値向上を目指す

連絡先：IR室（グループアドレス） ir@ushio.co.jp

強み② 生成AIの進展に貢献する露光装置

• 半導体後工程で高シェア(90％)を持つステッパ露光装置
• Applied Materials社(以下「Applied社」)との業務提携に
よる製品ラインアップ拡充(DLT装置追加)

• 様々な顧客ニーズに対応するフルラインアップ戦略

海外売上高は８割
ウシオのマーケットはグローバルに

強み① 堅固な収益基盤（光源事業・高シェア製品）

• 創業当時からのニッチ
トップ戦略により、高
シェア製品を多数創出

• 光源ビジネスの安定し
たリプレースメント需要
による収益基盤

• 競合先であるams 
OSRAM AGのランプ
事業買収決定による、
更なる収益基盤の強
化(2026年3月クロー
ジング予定)

• 早期グローバル展開で世界の中堅企業を目指す
• 世界の顧客課題を迅速把握し高付加価値提案

※財務情報等は2025年3月期または2025年3月末現在

Industrial Process(IP)事業

半導体を中心とした
エレクトロニクス分野向け光学装置、

及び装置用ランプ 他

売上高 789億円
セグ別構成比 44.4%

Visual Imaging(VI)事業

デジタルシネマプロジェクター、
一般映像用デジタルプロジェクター

及びプロジェクター用ランプ 他

売上高 808億円
セグ別構成比 45.6%

Life Science(LS)事業

紫外線治療器などの
医療機器

売上高 61億円
セグ別構成比 3.4%

Photonics Solution(PHS)事業

固体光源、レーザー
（デバイス、モジュール）

売上高 103億円
セグ別構成比 5.8%

※売上高及び売上高構成比は内部取引消去後

国内外
従業員比率

地域別
売上高比率

国内

40.6%

海外

59.4%

日本

22.8%

欧州

8.7%

北米

29.9%

アジア

37.6%

その他

1.0%

売上高

1,776億円

数字で見るウシオ 事業セグメントと主な事業領域
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売上高研究開発費率(%)

研究開発費(億円)

保有特許権数

2,186件

海外

1,104件

国内

1,082件

米国

206件

欧州

142件

中国

282件

韓国

202件

台湾

218件

営業利益

88億円
営業利益率

5.0％
ROE

3.1％
配当性向

99.6％
社外取締役比率

63.6％
グループ従業員数

6,013人

FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
(予定)

半導体アドバンスドパッケージ

パネル ウェハー

DI DIステッパ
最終用途 解像度

HPC/ 

Data Center

Mobility/ 

PC

IOT/ Edge

I/
O

数
の

増
加

DLT装置
(with Applied

Materials)

FY26上市予定

Applied社との新製品

DI露光装置
(with ADTEC
Engineering)

DLT装置
(with Applied

Materials)

DI露光装置
(with ADTEC
Engineering)

ステッパ
露光装置
(by Ushio)

UX-59113

解像度:1.5㎛対応

ウシオの露光装置ラインアップ

トナー定着用ハロゲンヒーター デジタルシネマプロジェクタ―

半導体リソグラフィ用UVランプ

光洗浄用エキシマランプ及び
光照射ユニット

ICパッケージ基板向けダイレクト
イメージング(DI)露光装置

最先端ICパッケージ基板向け
投影露光装置(UX-5)

share

90%

share

50%

※

※ 最先端ICパッケージ基板基板市場(ステッパ露光市場)

※

※ ICパッケージ基板基板市場(DI露光機市場)

share

35%
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新成長戦略～経営効率を重視した成長戦略～

（参考）アナリストコメント

同社は、装置事業と光源（消耗品）事業という安定した事業ドメインを
有している。2015年度以降業績はシネマ向け映像事業、光源事業の減
少により減少傾向にあったが、コロナにより大きく低下した2020年度を底に、
構造改革効果もあって回復傾向にあった。しかし主力事業のパッケージ基
板向け露光装置における主要顧客の投資減速等、事業環境が大きく変
化するなかで、2024年5月に新成長戦略Revive Vision 2030を発表。
経営効率を重要視した成長戦略を掲げ、成長分野にリソースを集中する
とともに資本効率改善も推進。2023年度～2024年度と大規模な自社
株取得も行っている。

連絡先：IR室（グループアドレス）ir@ushio.co.jp URL ： https://www.ushio.co.jp/jp/ir/

本資料は現時点での情報に基づいて作成されたものであり、内容の正確性、完全性、適時性についていかなる保証も行うものではありません。 Copyright © 2026 Ushio Inc., All Rights Reserved 2

（案 英語）・This document has been prepared based on information available at the time of writing, and no representation or warranty is made 

as to the accuracy, completeness, or timeliness of its contents.

なお、弊社から投資家にメール送付する際は、以下の留意文言をメール文に記載します。
（免責事項）
・本資料に記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としており、このレポートを受け取る特定の個人の投資目的、財務状況、または特定のニーズに具体的に対応するものではありません。
・本資料は、株式の売却や購入の勧誘を目的としておりません。また、投資助言または投資推奨を構成することを意図しておりません。
・本資料は、英国のFinancial Conduct Authority（FCA）、米国のFinancial Industry Regulatory Authority（FINRA）、またはその他の金融規制当局による承認、認可、または登録を受け
たものではありません。また、英国のFinancial Services and Markets Act 2000（FSMA）の目的において、投資活動への招待または誘引を意図したものではありません。
・本資料は現時点での情報に基づいて作成されたものであり、内容の正確性、完全性、適時性についていかなる保証も行うものではありません。

事業
戦略

事業ポートフォリオ変革
半導体アドバンスドパッケージ事業の
成長拡大

DLT装置
（Applied社と協業）

ステッパ露光装置

DI露光装置

Mission

光を「あかり」としてだけではなく、「エネルギー」として利用することで
社会課題や世の中の技術革新に貢献する

Vision

「光」のイノベーションカンパニー
インダストリアルプロセス領域を主体にお客様とともに成長する

成長・開発投資、リソースを

IP事業に集中
成長拡大

“率”を追求 成長投資 と資本効率
を両立

方針

経営効率を重要視した成長戦略

係数目標

ROE 12% 以上
PhaseⅡ

（FY27～FY30）

PhaseⅠ
（FY24~FY26） ROE ８% 以上

成長投資と財務規律の両立で資産効率を改善

・成長投資400億円以上(PhaseⅠ)を計画
・バランスシートの方針

- 有価証券*の売却加速
・・・ FY24-26で約350億円

- 各資産回転率のモニタリング強化
- 株主還元拡大で自己資本2,000億円以下へ
- 有利子負債活用で財務レバレッジ向上

・・・ 1.42倍(FY23)→約1.7倍(FY26)

資産効率を改善

PhaseⅠでの実現に向け、固定費削
減アクションプランを策定し、実行中

2030年の目指す姿 新成長戦略の概要

生成AIの進化に欠かせない半導体後工程の高密度パッケー
ジ技術に貢献する露光装置をフルラインアップで提供

・コア事業創出への投資
・成長の道筋を見極め、
  案件絞り込み

一部事業を見極め、
安定キャッシュ創出事業へ

・取捨選択による見極め
・収益構造改善で安定
 キャッシュ創出事業へ

開発、成長投資及び
リソース集中で成長拡大

目標シェア

50％
以上

SAM

対象市場

＞＄800 million

FY30

半導体アドバンスドパッケージ(ADP)市場

目標シェア

20％
以上

SAM
対象市場

＞＄250 million

FY25

半導体ADP関連装置の売上高推移

FY23→FY30

CAGR15%以上

(FY)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ステッパ＆DI露光装置 DLT装置

生成AIに求められる
最先端パッケージ構造(イメージ図)

事業
戦略

財務
戦略

50 50 

70 70 70 

１株当たりの配当額推移見込み

200～300

* 2025年4月4日取得分まで含む

PhaseⅠ

500～600
億円

PhaseⅡ

機動的に
実施

配当方針（単位：円） 自社株投資（単位：億円）

(FY)

22 23 24 25 26 27以降
(FY)

22 23 24 25 26 27以降

PhaseⅡ

安定配当
継続

PhaseⅠ

下限配当

70円

*政策保有株式、長期債券及び純投資株式

求められる
解像度
(L/S)

今後の
技術トレンド

チップレット化数nm

サブμ～2μm

5～10μm

30～100μm

有機化、大判化
パネル化

ガラスコア化
高解像度

•不採算事業のテコ入れ、成長分野への
リソース絞込みによる収益改善
•パッケージ基板露光装置、直描装置の
需要の緩やかな回復
•目標株価は2,500円（2027年3月期
PER20倍）

•AMATと進めているデジタルリソグラフィ
事業の立ち上げ、業績への貢献
•パッケージ基板露光装置での需要回復、
次世代製品投入による顧客基盤拡大
•アップサイドシナリオの株価は4,000円
（PER 25倍）

•パッケージ基板露光装置、直描装置で
の競合激化
•シネマ事業でのマクロ影響による調
•ダウンサイドシナリオの株価は1,500円
（PER 15倍）

Base Case: ¥2500, +1% Upside Scenario: ¥4000, +61% Downside Scenario: ¥1500, -40%

The Long View: Ushio

Investment Thesis / Where We Differ Risk/Reward - 12 Month View

出典：中名生正弘（ジェフリーズ証券 ）『ウシオ電機 (6925 JP) 

Equity Research』（2025年11月6日付）

SAM: Serviceable Available Market
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